
晶圆凸块制程与晶粒级互连技术服务
晶粒和基板之间的电气和机械连接是任何倒装芯片封装或晶圆级封装 (WLP) 结构
最关键的因素之一。

无铅焊料被大量用于形成此类凸块连接，而且必须高质量地黏着在晶粒上，最小化
阻抗并实现高良率。此类焊锡凸块的形成采用薄膜金属沉积、电镀或植球技术。

Amkor 在多个具有战略意义的地区为客户提供尖端的电镀凸块和各种类型的晶圆级
芯片尺寸封装服务 (WLCSP)。我们的中国、韩国、葡萄牙和台湾凸块制程场地均
具备晶圆针测、封装和终测能力，使 Amkor 能够在这些关键的地点提供一站式的
倒装芯片和 WLCSP 解决方案。除此以外，这些工厂都坐落在重要的晶圆厂附近，
让我们的客户能够使用整合的工厂物流缩短上市时间。

Amkor的这类工厂拥有世界一流的凸块制程生产线，具备量产 (HVM) 的能力。200 
mm 和 300 mm 无铅及铜柱焊料成分（均为低 α）都经过生产验证。我们的服务包
括：针对倒装芯片和晶圆级芯片尺寸封装应用提供再钝化，以及单层和多层重新布
线工艺。

随着电镀凸块（焊料/铜柱凸块）和 WLCSP/晶圆级扇出式封装 (WLFO) 的持续发
展，这些工厂的规模经济效益愈发显现。这样的技术和制造能力结合，在半导体制
造行业内无人能与之媲美。

晶圆凸块制程
服务解决方案

技术开发

Amkor 在技术开发领域采取强而有力的
举措，以进一步满足客户的未来需求。
持续改进计划的实施致力于优化并降低
晶圆凸块制程的成本。 
 
Amkor 的技术领导地位继续推动着倒
装芯片技术的进步，而它只是我们超过 
1000 种大量封装服务中的一种。我们一
直与主要的公司合作，将新的倒装芯片
产品迅速地推向市场。我们有愿景和魄
力实现设计图纸上的倒装芯片互连，并
广泛应用于各种封装形式的生产中。

	f 电镀能力将为小节距凸块和铜柱结构提
供支持

	f 更高性能的再钝化材料和低温固化再钝
化层

	f 薄型 WLCSP 和多层再布线产品

	f 提供多样化的WLFO

	f WLCSP 晶粒尺寸支持超过 144 个 I/O 和 
0.3 mm 节距

	f 车规认证
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相关制程/服务
晶圆凸块和晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP) 在生产中采用多
项相同的基本制程步骤。关键 WLCSP 开发促成了晶圆级技
术的改进，也就是 CSPnl。

CSPnl 结合镀铜技术和高级光敏聚合物，打造出行业最出色
的晶圆级解决方案。CSPnl 支持小至 0.3 mm 节距，以及各
种焊球尺寸满足客户的需求。

与凸块及 WLP 生产密切相关的是“晶粒加工”能力，包含将凸
块或WLCSP产品从晶圆转化为晶粒形态的各工艺步骤。

晶粒加工通常包括晶圆研磨、背胶、测试、切晶、检查、卷
带封装和拾取与贴装。Amkor 提供此类完整的一站式服务，
通过中国 (C3)、韩国 (K5)、葡萄牙 (E1) 和台湾 (T3/T6) 的
工厂支持我们的客户。

晶圆凸块制程
凸块制程规格
Amkor 的凸块制程在各种封装尺寸中经过生产验证，从 
WLCSP 到大晶粒倒装芯片 BGA (FCBGA)。

全部工厂都经过 ISO/TS16949 认证。

晶圆尺寸 200 mm，300 mm

焊料 
成分

98.2 锡/1.8 银
（可选低α: < 0.002 cts/hr/cm2）, 

锡银铜，掺杂合金

焊盘节距
最小尺寸 50~500+ μm

再钝化 
涂层 聚酰亚胺，PBO，低温固化聚合物

再布线
材料 镀铜
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